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■研究の背景
　微細なパターンを基材に形成する方法として、マスター（原盤）・モールド（型）を印鑑のよ
うに基材に押しつけ、熱でパターンを転写する熱式ナノインプリント法があります。Si（シリコ
ン）、石英、金属などの表面に微細加工されたマスター・モールドは、非常に高価なうえ数100回
程度で寿命となります。そこで、基材より融点の高い樹脂に一度パターン転写し、これを汎用の
樹脂モールドとして用いるローコストプロセスについて検討しました。

■研究の要点
１．樹脂モールドとするCOC（シクロオレフィンコポリマー）への、Siマスターモールドによる

熱式ナノインプリント条件（温度、圧力、時間）の最適化
２．COCの樹脂モールドに対する離型処理方法と低融点樹脂（PMMA）へのナノインプリント条

件の最適化

■研究の成果
１．COC樹脂モールドを作製するための熱式ナノインプリント条件を確立しました。
２．樹脂モールド表面の離型処理方法として、新たにプラズマ表面改質法の有効性を見いだしま

した。
３．COC樹脂モールドによるPMMA樹脂への熱式ナノインプリント条件を確立しました。
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